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ﬁontexte: mise en ceuvre de composants Grand Gap
Q 7 efficacité ; 7 contraintes environnementales et en fonctionnement;
O \ temps de commutation
-> Plus fort gradient de température et points chauds locaux
- Plus de EMI/EMC
O Projet ANR Captif : intégration de plusieurs capteurs

- Amélioration des modeles de connaissance comportementaux
assemblages (électro-thermomécanique)

\9 Estimer de I'état de santé et prédiction la durée de vie,

des

=

U Modele multiphysique \

- Déterminer les zones intéressantes pour limplémentation des
capteurs.

O Capteur de déformation et de temperature a base de technologie de
type Nanoparticules ; capteurs électromagnétiques
-> validation et intégration.

O Procédé avanceé pour le traitement des données
- Méthode d’estimation et traitement du signal
- Adapté a plusieurs capteurs (de type variés).

0 Procédé compatible avec un procédé d'intégration d’assemblage y

salle blanche
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(EI Comparaison des simulations aux mesures
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odélisation multi-physique et indicateur
de vieillissement Y,

Q Définition d’un indicateur de vieillissement

» Densité d’énergie de déformation

e SED = f;lzade

\ » Test de vieillissement.

( Conclusion )

(Conception de capteurs intégrés]

O Capteurs de température et de
déformation a base de
nanoparticules d’Au

Grande sensibilité

Faible consommation

Capteurs non invasifs

QO Procédé d’intégration
compatible

O Succes lors de la premiére

intégration sur substrat
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* Mesure champ proche
Détection locale;

Champ magnétique.
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» Caractérisation, intégration et

O Capteurs électromagnétiques

6 Méthode

ao

adaptée et conception \
d’algorithmes pour le traitement des il
données en vue de la surveillance d’'un ? g2}
module. i P

O Modéle électro-thermomécanique T
P (R
point destimation de la - — .

temperature; QP : température locale ou puissance

introduite

U F1, F2, F3, F4 et F5 modéle de
“transfert” entre points.

Q0 C : mesure du capteur
Q S : source de puissance

2

O Grande capacité de surveillance;

U Modeles de comportement électro-thermomécanique des assemblages;

O Conception de plusieurs capteurs intégrés avec leurs algorithmes de
traitement associés.

U Nouveaux modules avec capteurs intégrés
U Nouveaux capteurs de déformation et de température pour I'En de P;
O EMI/EMC caractérisation.

U Estimation de la durée de vie.

O Meilleurs connaissance du comportement.
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